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X 1. Material:
(2‘45) DIM A LT, inal 1.1 Housing: thermoplastic high temp.UL94V—-0; Color: natural.
ermina 12 Latch: thermoplastic high temp.UL94V—0; Color: black.
L Housin - 1.3 Terminal: copper alloy.
Cireuit 1— 0.50+0.05 0.20£0.03 _\ B g 1.4 Fitting Nail: copper alloy.
‘ 8 2. Finish: CKTS DIM A DIM B DIM C
~ 2.1 Terminal: 1 1. 50 2. 60 6. 10
C:Matte—tin 80u”min on contact and solder area 5 2. 00 3. 10 6. 90
R ] 50u”min Nickel under plating over all. ? g 28 : ?8 ; gg
13 \:(;cé\d” W‘u [\(]).nkc;mtodct on‘dt.so\der ore?‘ = ? 50 /l: &0 5 ‘40
u’min Nickel under plating over all. S 1. 00 5 10 S 90
1.6 J:Gold 2u” on contact and solder area 10 1. 50 5. 60 9. 10
2.8 50u”min Nickel under plating over all. 11 5. 00 6. 10 9. 90
- 2.2 Fitting Nail: 12 5. 50 6. 60 10. 40
A=A C:Matte—tin 80u"min over all 13 6. 00 7. 10 10. 90
T 141 50u”min Nickel under plating over all. 14 6. 50 7. 60 11. 40
‘ | gteh 3. Product must comply HF RoHS specification. ig ; 28 2 ég ié ?13
17 8. 00 9. 10 12. 90
04Pin~23Pin 18 8. 50 9. 60 13. 40
/ 19 9. 00 10. 10 13. 90
20 9. 50 10. 60 114. 40
— ] 21 [10.00 [11.10 [14.90
Sl 22 10. 50 11. 60 15. 40
AN 23 11. OO 12. 10 15. 90

24 11. 50 12. 60 16. 40

25 12. 00 13. 10 16. 90

26 12. 50 13. 60 17. 40

27 13. 00 14. 10 17. 90

28 13. 50 11. 60 18. 40

29 14. OO 15. 10 18. 90

30 14. 50 15. 60 19. 40

o = P o

I 32 15. 50 16. 60 20. 10

33 16. OO 17. 10 20. 90

31 16. 50 17. 60 21. 40

35 17. OO 18. 10 21. 90

36 17. 50 18. 60 22. 40

37 18. OO 19. 10 22. 90

38 18. 50 19. 60 23. 40

39 19. 00 20. 10 23. 90

40 19. 50 20. 60 24. 40

41 20. 00 21. 10 241. 90

42 20. 50 21. 60 25. 40

43 21. 00 22. 10 25. 90

441 21. 50 22. 60 26. 140

145 22. 00 23. 10 26. 90

16 22. 50 23. 60 27. 40

A7 23. 00 24. 10 27. 90

148 23. 50 21. 60 28. 40

49 241. 00 25. 10 28. 90

50 241. 50 25. 60 29. 40

51 25. 00 26. 10 29. 90

52 25. 50 26. 60 30. 40

53 26. 00 27. 10 30. 90

51 26. 50 27. 60 31. 140

55 27. 00 28. 10 31. 90

56 27. 50 28. 60 32. 140

2.00 e S 57 | 28.00 |29. 10 |32.90
58 28. 50 29. 60 33. 40
RECOMMENDED P.C.B PATTERN LAYOUT RECOMMENDED FPC/FFC DIMENSION 59 ?9' 00 3:50' 10 '5‘5' 90
60 29. 50 30. 60 31. 40
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